TechXperience
THT-Lotfehler

Ursachen und Handlungsmaoglichkeiten

Komplettlésungen fiir L6tprozesse und automatische Fertigungslinien
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Brlickenbildung

Lotabriss Layout
Flussmittel Bauteilanschltsse
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Selio Lotbarkeit BE/LP Warmezufuhr Cu-Anreicherung

Jis our Passion




Selective | Reflow | Wave | AOI | Automation & Handling | Know-How

Durchstieg ‘

warmezufuhr

Lotbarkeit BE/LP

source: Balver Zinn
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Ungenidgende Benetzung

Schattenbildung

Lotbad kontaminiert
Al, Zn, Cd
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Kalte Lotstelle

mechanische Belastung schlechter Durchstieg / Benetzung Verunreinigungen
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Zinnanhaufung an der Lotstelle

Flussmittelmenge Warmezufuhr Baugruppenlayout

Lotdiebe
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lichkeiten

Lotperlen

Flussmittelmenge

Vorheiztemperatur

Turbulenz Létbad

Lotstopplack

ﬂ@ N2-Atmosphére
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Zapfenbildung ‘

Warmezufuhr

source: Global SMT & PaeXaging
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Flussmittel ,zischt® bei Kontakt mit WWelle ‘

Flussmittelmenge Vorheiztemperaturen
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Flussmittelrickstande ‘

Flussmittelmenge Vorheiztemperaturen

Migration durch Flussmittelriickstande auf der Leiterplatten-Oberflache
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Extreme Oxidbildung

Kontamination
(Al, Zn, Cd)

Lotniveau

Wellendynamik

N2-Atmosphéare
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ichkeiten

Bauteilschadigung am geloteten Pin

Bauteil far
das
erforderliche
Temperatur-
profil nicht
geeignet

Warmezufuhr
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Schadigung der Leiterbahn ‘

Kupferablegierung
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iten

Blow Holes

Leiterplatte
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Webbing ‘

Flussmittelmenge Wellenhdhe Verunreinigungen
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Laminat verfarbt

Laminat verfarbt

= Warmeeintrag

Delamination

= Basismaterial
» thermische/mechanische Belastung




